
展会时间：2020年5月7-9日
展会地点：重庆国际博览中心

全球半导体产业（重庆）博览会
Global Semiconductor Industry (Chongqing) Expo

 “芯”动力  新发展
New“Chip”  New Development



主办单位：

展会规模：

支持单位：重庆市经济和信息化委员会 承办单位：

协办单位：

中国汽车工业协会

国际电气和电子工程师协会

重庆市半导体行业协会      

重庆市电子学会

重庆市电源学会       

重庆汽车工程学会

重庆市造船工程学会

重庆两江半导体研究院

重庆集成电路技术创新战略联盟

重庆市机器人与智能装备产业联合会

30000㎡

参展企业500家

专业观众25000名

活动论坛：第三届半导体与汽车智能网联技术论坛  

EDA/IP设计技术论坛

5G与集成电路发展论坛

新产品新技术发布会

半导体产业推介会

陕西省半导体行业协会    

浙江省半导体行业协会

成都市集成电路行业协会  

深圳市半导体行业协会

天津市集成电路行业协会  

四川省电源学会

合肥市半导体行业协会    

大连市半导体行业协会

重庆市福祥会展服务有限公司



展示范围
★半导体企业展区：半导体设计、制造、封测、

集成电路厂商等。

★半导体材料展区：

★半导体设备展区：半导体封装设备、半导体扩散设备、半导体焊接设备、半导体清洗设备、半导体

测试设备、半导体制冷设备、半导体氧化设备、半导体生产加工机械和设备、半

导体生产测试仪器和设备、单晶炉、氧化炉、离子注入设备、PVD、CVD光刻

机、蚀刻机、倒角机、热加工、涂布设备等。

★半导体终端及分立器展区:

LPC光分路器件晶圆、光电集成芯片、电子光源、LED芯片、LED器

件、LED封装及检测设备等

★半导体光电器件展区：

EDA技术应用、嵌入式系统、IC产品与应用技术、IC测试方法与测试仪器、IC

设计与设计工具、IC 制造与封装；

★IC设计与产品展区：

电阻、电容、滤波器、晶体、电位器、连接器、继电器、开关元件、仪器仪

表、检测仪器设备、半导体阀门等。

★常规电子器件展区：

科技/高新产业园区及科研院校、政府、代理商、媒体、协会单位

洁净净化企业等。

★其它展区：

集成电路应用与解决方案、器件产品与应用技术、IC以及商用信息终端的

应用、半导体分立器件、功率器件、传感器件、射频器件、GAN氮化镓

器件、快充芯片、USB数据芯片等；

硅晶圆、单晶硅、碳化硅（SIC）、

硅片、锗硅材料、S01材料、太阳能

电池用硅材料及化合物半导体材料、电子气体及

特种化学气体、靶材、CMP抛光材料、封装材料、石英制

品、石墨制品、防静电材料、纳米材料、引线框架等；；

★半导体汽车电子展区: 车载半导体、MCU、IGBT模块、功率半导体、电源芯片、汽车电子元器件、
                                         汽车电子测试仪器设备、微纳米与传感器等; 
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★参展情况：上届博览会于2019年5月8日在重庆国际博览中心成功举办。展出面积
20000㎡，吸引了来自美国、日本、韩国、香港、台湾等18个国家和地区——川崎、
高通、罗姆、赛迪、AOS万国,捷捷微、先进、绿然集团，中国电科、英博尔等304家
知名企业参展。期间共有10000多名观众参观和采购，包含格力、惠普、华为、京东
方、安川、小米、 长安、福特等电子、汽车等领域企业，是西部半导体行业的一场盛
会。
★同期论坛：展会同期召开以半导体创新发展、半导体与汽车技术智能网联为主题的
专项论坛，邀请高通、赛迪、罗姆，金康等企业到场演讲，吸引东营、株洲、淮南、
郑州等15家政府组团企业；上汽红岩、长安、丰田、福特等506家国内外知名企业
1600余名观众到场洽谈听会。

展会亮点
36㎡以上的参展企业可获得开展期间“新技术、新产品”推介会演讲机会一次；并在
新浪财经头条、半导体行业联盟、中国半导体论坛、芯榜、中国科学报、 西南财经、
Citnews科技资讯网、IC咖啡、腾讯快报等50余家媒体宣传推介展商信息。



会议论坛
     半导体产业发展大会，致力于打造国内外具有一定影响力的半导体业界盛会。展会涵盖
半导体技术制造的各个方面，包括设备、设计、光刻、集成、材料、流程、制造以及新兴半
导体科技和硅材料应用等。除此之外，高校研究生教授、各大公司高层代表以及业内专家们
齐聚一堂，聚焦行业热点话题，就半导体、集成电路、电子设备等进行探讨和交流。为从事
集成电路设计、芯片加工、封装测试、半导体专用设备、半导体专用材料、半导体分立器件
的海内外厂商，企事业单位搭建了一个展示新成果，打造产品品牌的平台。而且聚焦产业政
策解读，涵盖“EDA/IP、5G 、智能网联汽车、封测”等内容的高峰论坛和专题研讨会，在
业界有着极佳的口碑和知名度。



观众分析
AUDIENCE ANALYSIS
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专业观众满意率

96%

10,165 名观众

个特邀买家团50

家半导体企业1251



收费标准

精装标准展位（3M×3M）

光地（36㎡起）

封面RMB 50000

拉封RMB 20000

桁架广告RMB 600/㎡

展报RMB 3000/广告位/个

参展证RMB 20000/展期

国内企业RMB 12800/个

国内企业RMB 1200/㎡

封底RMB 30000

封三RMB 15000

墙体广告RMB 500/㎡

参观券RMB 10000/万张

参观证RMB 30000/万张,80000/展期（约3-4万张）

境外企业 USD  3500／个

境外企业 USD  400／㎡

封二/扉页RMB 20000

彩色内页RMB 10000

礼品袋RMB 20000/千个

证件吊绳RMB 30000/展期

大会诚征协办赞助单位，与大会同步宣传，详情请索取具体方案。

联系网址：
WWW.GSIECQ.COM

邮箱：LMY@GSIECQ.COM

联系地址：
重庆市渝北区泰山大道华宇北城中央汇A区2栋7楼

联系人：刘名洋 
19866136627


